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共用部分：
 1 光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um
2.树脂塞孔：光电板（板厚1mm）BGA区域树脂塞孔凹陷最大25μm，电镀填孔凹陷最大25μm
3.阻焊

阻焊厚度：线顶处≥10μm，线角位≥5μm；

外层底铜≤1OZ；阻焊厚度不能高出MSD以及NSMD焊盘35μm。
外层底铜≥2OZ，阻焊厚度不能高出焊盘50μm

阻焊塞孔：塞孔面不能高出焊盘50μm
预审部分：
CAM部分： 

  不允许有打叉板
